


















































专利名称(译) 二维超声换能器阵列

公开(公告)号 CN101006361A 公开(公告)日 2007-07-25

申请号 CN200580028604.6 申请日 2005-08-15

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

[标]发明人 W苏多尔

发明人 W·苏多尔

IPC分类号 G01S15/89 G01S7/521 B06B1/06 G10K11/00 A61B8/14

CPC分类号 H01L2224/83851 H01L2924/01082 G01S7/52079 H01L2924/0781 H01L2924/01049 H01L2224/81903 
H01L2224/13144 G01S15/8925 H01L2924/01029 H01L2924/00013 H01L2224/1147 H01L2224/83102 
H01L2224/13083 H01L2224/13016 H01L24/11 H01L2924/014 H01L2924/01013 H01L2224/11902 
H01L2924/0665 G01S7/5208 H01L2224/2919 H01L2224/92125 H01L24/13 H01L2924/1433 H01L2924
/01079 H01L2224/1308 H01L2224/838 H01L2924/14 H01L24/83 H01L24/29 H01L2924/01033 
H01L2924/01078 B06B1/0629 H01L2924/00011 H01L2924/00014 Y10T29/42 H01L2224/13099 
H01L2924/00 H01L2224/0401

代理人(译) 张雪梅

优先权 60/602583 2004-08-18 US

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种超声换能器(100)，包括集成电路(52)和通过倒装凸块(76，78)耦合
到该集成电路的声学元件(92，94，96)阵列。该倒装凸块包括纵横比大
于1∶1的大纵横比凸块。该纵横比包括凸块高度(82)与凸块宽度(84)之
比。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c0b22557-c7f3-49ae-9976-b0c056d99e1f
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035385436/publication/CN101006361A?q=CN101006361A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN101006361

